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Abstract of EP01 24428 

1. Light-weight support intende to received 
electronic components in leadless chipcarrier and 
formed from pack-rolled metal materials to adjust 
the coefficient of thermal expansion of the 
support to that the housings, characterized in that 
the support is composed of a corrugated metal 
sheet (12) fixed between two smooth sheets (10, 
11), of which at least one receive the electronic 
components, and in that the two smooth sheets 
and the corrugated sheet are of pack-rolled metal 
materials. 
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@ Support allege pour composants electroniques. 

© L'invention se rapporte a un support allege pour compo- 
sants electroniques en boftier sans fils de connexion. 

Le support (1 ) est constitue d'une feuille metallique ondu- 
lee (12) placee entre deux feuilles lisses (10-1 1 ) en materiaux 
m6talltques colamines dont I'une au moins recoit les compo- 
sants Electroniques <2). Cettefeutlleondulee forme S I'interieur 
du support des canaux (1 3) pour la circulation d'un ftuide de re- 
froidissement. 

Application aux materiels electroniques embarques. 
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Support allege pour composants eiec troniques 

L' invention se rapporte a un support allege pour composants eiec- 
troniques et plus par ticu lierement pour composants elec troniques en boitier 
d'alumine sans fils de connexion. 

La croissance en norobre et en complexite des f one t ions demanded s 
5 a 1 'eiectronique embarquee conduit a grouper un nombre toujours plus eleve 
de composants eiec troniques sur un meme support. Mais cette tendance aggra- 
ve les problemes d ' encombrement , de fiabilite, de dissipation thermique et 
de poids. 

Si la generalisation des boitiers sans connexions a contribue a 
10 la reduction des encombrement s, elle a fait apparaitre des problemes au ni- 
veau du support. En effet, ce support doit avoir un coefficient de dilata- 
tion adapte* a celui des boitiers puisqu'il n'est plus possible de compter 
sur la souplesse des fils de connexion pour rattraper les differences de di- 
latation. Par ailleuirs, la tendance a augmenter le nombre des boitiers im- 
15 pose au support des conditions de dimension et d'evacuation thermique 
toujours plus eievees. 

Les supports en alumine constituent un excellent choix pour 
l'adaptation du coefficient de dilatation a celui du boitier, mais des que 
le nombre des composants rapport^s devient trop important, on aboutit rapi— 
20 dement a des limites de prix et de dimensions liees notamment a leur fragi- 
lity. 

On connait egalement des supports formes par une plaque de mate- 
riaux m£talliques colarain^s. Ces plaques sont constitutes par exemple d'une 
couche "d 1 INVAR" entourte de deux couches de cuivre. Sur l'une de ces cou- 

25 ches de cuivre, il peut §tre rapporte, si ntcessaire, des radiateurs a 
ailettes de dissipation thermique. Cette solution eiimine les problemes de 
dimensions tout en permettant une adaptation precise du coefficient de dila- 
tation et une bonne conduc tibilite thermique, mais elle pr£sente cependant 
pour les mat€riels embarques, un inconvenient. En effet, I'epaisseur du sup- 

30 port n£ce8saire pour obtenir la rigidite* cherchte entraine un poids assez 
eiev£ par unite de surface, ce poids est encore augmente lorsque l f on doit 
rapporter un radiateur de ref roidissement . 

D 1 autre part, la densif ication des materiels embarques conduit a 
reduire au maximum la dimension des radiateurs avec souvent pour conse- 

35 quence 1' adaptation d'un ref roidissement par convection forc£e qui entraine 
le montage de dispositifs d'echangeur complexes. 
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La pr^sente invention propose, pour r£pondre a ces proble.mes, une 
structure de support qui convient parf aitement au ref roid is semen t par con- 
vection forcge, tout en reunissant les conditions recherch^es de dilatabili- 
te, de rigidity, de lege^ete et de simplicity. 
5 Suivant 1" invention le support est constitu£ d'une feuille metal- 

lique ondulee plac£e entre deux feuilles raetalliques lisses en materiaux co. 
laminSs dont l'une au mo ins recoit les composants electroniques • 

Selon une autre carac teris tique de l 1 invention, la feuille ondu- 
lee est egalement en materiaux metalliques colamines. 
10 L f invention sera mieux comprise a I'aide de la description suivan- 

te se rapportant a un mode de realisation donne a titre d'exemple et en se 
referant aux dessins annexes qui repr£sentent : 

- Figure 1. une vue sch£matique en perspective d'une carte eiec- 
tronique comportant un support conforme a 1 1 invention ; 
15 " Figure 2. une vue en coupe transversale a plus grande echeile 

du support de la carte eiec tronique. 

En se reportant tout d'abord a la figure 1, la carte eiec tronique 
se compose d'un support designs dans son ensemble par la reference 1 et de 
composants elec troniques 2. 
20 Le support 1 est forme par deux feuilles metalliques lisses 10 et 

11 qui encadrent une feuille metallique onduiee 12 formant le noyau du sup- 
port 1. Ces trois feuilles (10-11-12) sont assemblies entre elles par bra- 
sage ou soudage. 

La feuille onduiee 12 forme done entre les deux feuilles lisses 
25 des canaux 13 pour la circulation d r un fluide de refroidisseraent dans V en- 
semble de la carte eiectronique . 

Les composants eiectroniques 2 sont forme's par des petits boi- 
tiers d f alumine 20 renfermant chacun une pastille ou puce 21, ces boitiers 
€tant directement rapportes sur l*une ou sur les deux faces (10-11) par 
30 1* intermediate des points de connexion 4 d'une tr&s mince pellicule multi- 
couche isolante 3. 

Les deux feuilles lisses (10-11) et la feuille ondulee 12 sont 
chacune en materiaux metalliques colamines par exemple deux couches de 
cuivre Ci - C2 entourant une couche "d 1 INVAR^Les rapports d'epaisseur de 
35 cet ensemble colamine sont choisis pour que le coefficient de dilatation re- 
sultant soit voisin de celui des boitiers d'alumine 20 des composants eiec- 
troniques 2. L*epaisseur des feuilles (10-11-12) du support 1 est ginerale- 
ment choisie entre 100 et 300 microns et n'est pas obligatoirement la meme 
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pour les trois feuilles. L'intervalle entre les deux feuilles (10-11) du 
support 1 peut etre choisi autour de 2 millimetres. 

Cette structure du support d'une grande simplicity de realisa- 
tion, assure une tr&s bonne Evacuation thermique grace a la bonne conducti- 
5 bilite des couches de cuivre et la possibility d'un ref roidissement par cir- 
culation de fluide dans les ondulations. De plus elle permet d'obtenir, 
avec un faible poids, une bonne rigidity meme pour des grandes dimensions 
et ygalement de rapporter les composants sur les deux faces du support, 

L' invention n'est pas strictement limitee au mode de realisation 
10 qui a ete decrit £ titre d'exeraple, mais elle couvre egalement les realisa- 
tions qui n'en dif f&reraient que par des details, par des variantes d 1 execu- 
tion ou par des moyens equivalents, notamment en ce qui concerne la forme 
du noyau du support et la composition du materiau colamine. 
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RE VEND IC ATI ON S 

1. Support alleged destin£ & recevoir des composants £lectroniques 
en boitier sans fils de connexion, constitud d'une feuille mgtallique ondu- 
lee fixee entre deux feuilles lisses dont l'une au moins recoit les compo- 

5 satits dlectroniques, 

caract£ris£ par le fait que les deux feuilles lisses (10, 11) et la feuille 
ondulee (12) sont en mat£riaux m€talliques colamin^s. 

2. Support allege selon la revendication 1, 

caracte^rise' par le fait que les rapports d f £paisseur des mat€riaux me'talli- 
10 ques colamin€s des feuilles (10-11-12) sont determines pour obtenir un coef- 
ficient de dilatation resultant adapted h. celui des boitiers (20) des compo- 
sants (2). 

3- Support allege selon les revendications 1 et 2, 
caracterise" par le fait que les mat£riaux m£talliques colamin6s des feuil- 
15 les (10-11-12) sont formes par une couche "d 1 INVAR" G3 entouree de deux cou- 
ches de cuivres Ci_C2* 
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